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Zuverlässigkeitstests bei 
kombinierter belastung
Mit zunehmender Miniaturisierung und Funktionsintegrati-

on werden elektronische Systeme komplexer. Zugleich stei-

gen die thermischen und mechanischen Belastungen durch 

die zunehmende Nähe der Elektronik zu mechanischen Sys-

temen, insbesondere bei mechatronischen Anwendungen. 

Entwicklungszeiten werden kürzer und Anforderungen hin-

sichtlich der Qualität und Zuverlässigkeit von Elektronik stei-

gen. Hieraus resultiert ein großer Bedarf nach schnellen und 

sicheren Methoden zur Zuverlässigkeitsuntersuchung. 

Was sind die aktuellen Zuverlässigkeitsanforderungen an 

elektronische Systeme? Wie werden derartige Systeme ge-

prüft und qualifiziert? Mit dem diesjährigen Schwerpunkt-

thema „Zuverlässigkeitstests bei kombinierter Belastung“ 

widmen wir uns am zweiten Tag genau diesen Fragen. Am 

Nachmittag steht ein ganz besonderes Highlight auf dem 

Programm: Die Eröffnung des neuen Electronics Condition 

Monitoring Labors am Fraunhofer IZM. Hiermit sind wir end-

lich in der Lage, kombinierte Belastungen aus Temperatur 

(-wechsel), Feuchte und Vibration nachzubilden und in un-

seren Forschungsarbeiten zur Zuverlässigkeitsbewertung zu 

berücksichtigen.

trends in der  
systemintegration
Die Zukunft in der Mikroelektronik/MST gehört in Europa dem 

Aufbau kundenspezifischer Lösungen und der Integration  

nicht-digitaler Funktionselemente, wie etwa Sensorik oder 

Leistungselektronik. Damit rückt das Electronic Packaging in 

den Mittelpunkt des Interesses. Welche Technologien stehen 

hier zur Auswahl? Welche Entwicklungen sind zu erwarten? 

Und schließlich, welche Technologie ist die richtige für mein 

Unternehmen? Um diese aktuellen Fragen geht es am ersten 

Tag der Veranstaltung. 

Am Vormittag präsentieren IZM-Wissenschaftler Stand und 

Trends  in der Systemintegration auf Substrat- und Waferebe-

ne und Konzepte zur Zuverlässigkeitsbewertung. Am Nach-

mittag werden diese Themen in vier parallel laufenden Work-

shops wieder aufgegriffen und vertieft. Hier haben Sie die 

Gelegenheit, in kleinen Gruppen mehr über neue Prozesse 

und deren Anwendung zu erfahren. Vorgestellt werden u.a. 

„Wafer Level Packaging“-Prozesse, die Verwendung stark 

gedünnter Komponenten oder das Einbetten von aktiven 

und passiven Komponenten. Zusätzlich stehen Workshops zu 

Systemdesign und Zuverlässigkeit zur Auswahl.

anmeldung
Bitte nutzen Sie für Ihre Anmeldung unser Online-System: 

www.izm.fraunhofer.de/systemintegration

Sie erhalten von uns eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. 

Anmeldeschluss ist der 11. September 2009. 

teIlnahMegebühr

Teilnahme an einem Tag: € 189,-

Teilnahme an beiden Tagen: € 295,-

Die Teilnahmegebühr schließt Tagungsunterlagen, Pausen-

getränke und Mittagessen am jeweiligen Veranstaltungstag 

sowie die Teilnahme an der Abendveranstaltung am 22. Sep-

tember 2009 mit ein. Die Gebühren sind gemäß § 4 Nr. 22 

UStG. umsatzsteuerfrei.

veranstaltungsort tag 1
Novotel Am Tiergarten
Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin

veranstaltungsort tag 2

Fraunhofer-Institut für

Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM

Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin

kontakt

Herr Stefan Ast  

E-Mail: stefan.ast@izm.fraunhofer.de 

Telefon:  +49.30.4 64 03-1 30, Fax: +49.30.4 64 03-1 31

trends in der  
systemintegration
Fokus 2009: Zuverlässigkeitstests bei kombinierter  
belastung



ab 10:00 uhr regIstrIerung

ab 11:00 uhr vorträge IM PlenuM

11:00 von der technologie- zur anwendungs- 
 sicht - trends in der systemintegration 
 Prof. H. Reichl, Fraunhofer IZM

11:30  Wenn es klein werden soll – trends  
 im Wafer level Packaging
 O. Ehrmann, Fraunhofer IZM

12:00 Passgenau für jede anwendung – trends in  
 der systemintegration auf substratebene 
 R. Aschenbrenner, Fraunhofer IZM

12:30  unverzichtbar – Zuverlässigkeit in der  
 systemintegration 
 Prof. B. Michel/ Dr. N. F. Nissen, Fraunhofer IZM

13:00 MIttagsPause

14:00 - 17:00 uhr WorkshoP-sessIons 

a   WaFer level PackagIng (chaIr: o. ehrMann)

A1 » 3d systemintegration – More Moore im Packaging  
         (M. J. Wolf)

A2 » system-in-Package auf dem Wafer – hoch miniaturisiert  
        und kundenspezifisch (Dr. M. Töpper)

A3 » Mikroenergieversorgung – lösungen für autarke  
        anwendungen (Dr. R. Hahn)

b   systeMIntegratIon auF substratebene  
       (chaIr: r. aschenbrenner)

B1 » leiterplattentechnologie der Zukunft - einbett-verfahren   
        auf dem Weg in die anwendung  (A. Ostmann)

B2 » Mehr substratauswahl gibt’s nicht - technologien für    
        flexible systeme  (C. Kallmayer)

B3 » neue  Funktionalitäten in der leiterplatte - Photonic  
        Packaging (Dr. H. Schröder)

c    ZuverlässIgkeIt In der systeMIntegratIon  
       (chaIrs: ProF. b. MIchel / dr. n. F. nIssen)

C1 » kombinierte tests – näher an der realität (Dr. O. Wittler/  
         O. Bochow-Neß/ Dr. K. Halser)

C2 » thermisches Management (Prof. B. Wunderle)

C3 » simulation – Mit den richtigen Parametern schnell  
        zum Ziel (Dr. R. Stömmer/ Dr. H. Walter)

d   desIgn & technology (chaIr: dr. s. guttoWskI)

D1 » herausforderungen für leistungselektronische systeme   
         (Dr. E. Hoene)

D2 » effizienter entwurf für hF- und high-speed-systeme  
          (Dr. I. Ndip)

D3 » drahtlose systeme - egrains auf dem Weg zur  
        anwendung (J. Hefer)

17:15 get together mit anschließendem Barbecue auf  
 der Dachterrasse des Novotel (ab 19:00 Uhr)

:: tag 1: trends in der systemintegration 
                 Dienstag 22. September 2009, 11:00-17:00 Uhr, Novotel Berlin, Am Tiergarten

:: tag 2: Zuverlässigkeitstests bei kombinierter belastung  
                Mittwoch 23. September 2009, 9:00-17:00 Uhr, Fraunhofer IZM
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11:45 Fehleranalyse am Fraunhofer IZM:  
 Methoden und equipment
 Dr. K. Halser, Fraunhofer IZM, Berlin

12:15 schlussfolgerungen und einführung electronics  
 condition Monitoring labor
 O. Bochow-Neß, Fraunhofer IZM, Berlin

12:30 MIttagsPause

13:30 besichtigung Fraunhofer IZM mit electronics  
 condition Monitoring labor 
 O. Bochow-Neß, Fraunhofer IZM, Berlin

trends In Forschung und entWIcklung

14:30 beschleunigte alterung und Feldverhalten mit  
 blick auf kombinierte belastung 
 Prof. W. H. Müller, TU Berlin

15:00 experimentelle und simulative analyse des  
 Werkstoffverhaltens unter Feuchte, temperatur  
 und vibration
 Dr. O. Wittler, Fraunhofer IZM, Berlin

schlussbetrachtungen

15:30 abschlussdiskussion: Wie entwickle ich in Zu- 
 kunft nachhaltige, hochzuverlässige Produkte?
 Moderation: Dr. N. F. Nissen, Fraunhofer IZM, Berlin

16:00 get together anlässlich der Eröffnung des 
 Electronics Condition Monitoring Labors

ab 08:00 uhr regIstrIerung

09:00 begrüßung und einleitung
 Prof. H. Reichl, Fraunhofer IZM, Berlin

anForderungen an elektronIk und an 
ZuverlässIgkeItsPrüFungen

09:10 steigende anforderungen an automobil- 
 elektronik und auswirkungen auf  
 Zuverlässigkeitstests 
 R. Bierwirth, Continental, Nürnberg

09:40 singuläre Prüfungen versus kombinierte  
 Prüfungen – erfahrungen mit höhen und  
 tiefen 
 Dr. J. Freytag, Daimler, Böblingen

10:10  kaFFeePause

PrüFPraxIs und QualIFIZIerung elektronIscher 
systeMe

10:45 Test und Qualifizierung elektronischer Bau- 
 gruppen unter beachtung der normforde-  
 rungen: stand der technik kombinierter test- 
 verfahren 
 R. Lein, C. Kretschmer, Aucoteam, Berlin

11:15 halt: Methode und Praxiserfahrungen 
 Dr. J. Beier, SGS München


